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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Verguten einer Flache einer Spanplatte, sowie eine
entsprechende Vorrichtung. Ein derartiges Verfahren
und eine solche Vorrichtung kommen im Bereich der
Bauelemente- und Mdébelindustrie zum Einsatz.

Stand der Technik

[0002] Im Bereich der Bauelemente- und Mobelindus-
trie werden in zunehmenden Mal3e Spanplatten einge-
setzt, um eine weitere Kostenreduzierung bei der Pro-
duktion zu erreichen. Spanplatten werden dabei Ubli-
cherweise in Pressen hergestellt. Zur Weiterverarbei-
tung der Spanplatten, die als Halbzeug in definierten Gro-
Ren geliefert werden, werden diese auf ein bestimmtes
MaR aufgeteilt. Vor der eigentlichen Oberflachenverede-
lung, insbesondere der Aufbringung einer Beschich-
tung/Kantenmaterial in Schmalflachenbereichen, wer-
den sie dann nochmals maRhaltig bearbeitet.

[0003] Der Anteil derin diesem Bereich ebenfalls zum
Einsatz kommenden MDF-Platten nimmt eher ab. Aller-
dings haben Spanplatten gegenliber MDF-Platten den
Nachteil, dass die Schmalseiten der Werksttlicke, in de-
ren Bereich die Kernlage der Spanplatten freigelegt ist,
relativ por6s sind und ggf. auch vergleichsweise grolRe
Poren aufweisen. Um Spanplatten mit Blick auf Quali-
tatsanforderungen weiterverarbeiten zu kdnnen, bei-
spielsweise ein Kantenmaterial an einer Schmalflache
einer solchen Spanplatte anzubringen, ist es deshalb er-
forderlich, die Schmalflache des Werkstiicks zu "glatten”,
also u.a. die offenen Poren der Kernlage der Spanplatte
zu schliefRen.

[0004] Zu diesem Zweck ist es bekannt, einen
Schmelzkleber im Bereich der Schmalseite der Span-
platte aufzutragen, der zumindest teilweise in die Poren
eindringt und diese verschliel3t. Allerdings hat die Ver-
wendung des Schmelzklebers den Nachteil, dass die ent-
stehende Flache relativ nachgiebig ist und eine Bearbei-
tung zum Erstellen einer definierten Geometrie mit spa-
nenden Werkzeugen zu Schwierigkeiten fiihrt. Nach Auf-
bringen eines Beschichtungsmaterials hat der Schmelz-
kleber ggf. den Nachteil, dass dieser, sofern der
Schmelzkleber nicht abgetragen wird, einen elastischen
Korper zwischen der Kernlage und dem Beschichtungs-
material bildet.

[0005] Ein alternatives Verfahren ist deshalb der Ein-
satz von UV-Lack. Dabei kann die auf diese Weise ver-
gltete Flache nach dem Aushéarten des UV-Lacks spa-
nend bearbeitet werden. Allerdings ist der UV-Lack re-
lativ teuer, sodass dessen Einsatz eher unwirtschaftlich
ist, insbesondere wenn Spanplatten als vergleichsweise
preisgunstiges Material zum Einsatz kommen.

[0006] Eine weitere Mdglichkeit zum Verschlie3en der
Poren der Kernlage einer Spanplatte oder ahnlichem ist
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der Einsatz eines UV-Schmelzklebers, der ebenfalls wie
der UV-Lack nach dem Auftragen und Ausharten spa-
nend bearbeitet werden kann. Doch auch das Rohmate-
rial des UV-Schmelzklebers ist sehr teuer und fiihrt dazu,
dass der UV-Schmelzkleber keinen wirtschaftlichen
Durchbruch erreichte.

[0007] Als ein Dokument ist die WO 2001/047683 A1
bekannt, die ein Flachenbehandlungsmittel mit einer
filmbildenden Kunststoffzusammensetzung und Fillele-
menten zeigt. In einer Ausfiihrungsform wird ein Flachen-
behandlungsmittel in flissiger Form bereitgestellt, das
neben einer filmbildenden Kunststoffzusammensetzung
als Fullstoff Holzmehl enthalt. Das Holzmehl wird in ei-
nem Bereich von 40-80 Volumen-% bereitgestellt. Zur
Aushartung der filmbildenden Kunststoffzusammenset-
zung wird eine UV-Aushartung, eine Warmeaushartung
oder Aushartung mit einer Saure bevorzugt. In einigen
Beispielen handelt es sich bei der auszubildenden Kunst-
stoffzusammensetzung um eine zwar nicht flissige, je-
doch hochviskose Flissigkeit.

[0008] Als weiteres Dokument ist die DE 1 295 180 A1
zu nennen, die ein Verfahren zur Herstellung von Span-
platten mit mindestens einer Feinstdeckschichtdurch Er-
stellen eines Vlieses aus Holzspanen und Harzbinder mit
anschlieBender Hartung unter Druck und Uberziehen
des Vlieses (vor oder nach dem Harten) mit einer Mi-
schung aus festem Harz und lignozellulosehalitgen Teil-
chen sowe Harten des beschichteten Vlieses unter Druck
betrifft.

Gegenstand der Erfindung

[0009] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung bereitzustellen, mit der
eine Spanplatte vor der Weiterverarbeitung, insbeson-
dere dem Aufbringen eines Beschichtungsmaterials, ver-
gutet werden kann. Das Verfahren bzw. die Vorrichtung
soll kostenglinstig umsetzbar sein und eine verbesserte
Umweltbilanz ermdglichen.

[0010] Der Gegenstand des Anspruchs 1 stellt ein ent-
sprechendes Verfahren bereit. Weitere bevorzugte Aus-
fuhrungsformen sind in den abhangigen Anspriichen auf-
gefuihrt. Ferner zielt die vorliegende Erfindung mit einer
Vorrichtung gemafl Anspruch 9 auf eine Lésung ab.
[0011] Der Einsatzbereich der vorliegenden Erfindung
ist insbesondere der Bereich der an den Schmalseiten
der Spanplatte freigelegten Kernlage.

[0012] Auch wenn bei Spanplatten die sogenannten
Breitseiten bereits bei der Herstellung mit jeweils einer
Deckschicht versehen werden, ist die Erfindung nicht auf
eine solche Anwendung beschrankt. Auch andere Ab-
schnitte als die Schmalseiten kdnnen ggf. Poren aufwei-
sen und sollen dennoch in hoher Qualitat mit einem Be-
schichtungsmaterial versehen werden, so dass die erfin-
dungsgemale Vergltung auch in diesen Bereichen zum
Einsatz kommen kann.

[0013] ImRahmendervorliegenden Erfindungwird ein
bei einer Bearbeitung eines Halbzeuges "anfallendes
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Material" mit einem Bindemittel zu einer aushartbaren
Masse vermischt. Durch die Verwendung eines bei einer
Bearbeitung eines Halbzeuges anfallenden Materials
wird ein effektives Recycling umgesetzt, insbesondere
wenn das "anfallende Material" in dem Bereich "erzeugt"
wird, wo auch sein weiterer Einsatz erfolgt (Mischen mit
Bindemittel und Vergiten einer Werkstlickflache). In letz-
terem Fall findet demnach nicht nur ein Recycling statt,
sondern es kdnnen auch kurze Wege gewahrleistet wer-
den, insbesondere wenn die Bearbeitung des Halbzeu-
ges und die Vergitung einer Werkstlckflache in unmit-
telbarer Nahe, ggf. in der gleichen oder einer benach-
barten Fertigungsstralie - bzw. der gleichen Maschine,
erfolgen.

[0014] Ein Halbzeug ist im M&bel- und Bauelemente-
bereich vorzugsweise eine Spanplatte, eine HDF-Platte,
eine MDF-Platte, eine Verbundplatte, eine Leichtbau-
platte mit Wabenstruktur, ein Sperrholzelement oder ein
Laminatwerkstiick. Beispielsweise kann es sich um ein
Tirelement mit Verbundstruktur handeln.

[0015] Das "anfallende Material" umfasst rein bespiel-
haft Holzspane oder -kdrner, wie sie bei einer Fras- oder
Schleifbearbeitung einer Spanplatte entstehen. In die-
sem konkreten Beispiel kdnnen je nach Werkstoffkon-
sistenz des Ausgangswerkstiicks, dem das anfallende
Material entnommen wird, die Werkstoffanteile variieren:
Eine Spanplatte enthalt neben holzbasierten Anteilen
auch weitere Zusatzstoffe, die ebenfalls Eingang in das
"anfallende Material" finden kénnen.

[0016] Um den Umweltgedanken weiter voranzutrei-
ben, kann das oben genannte, bei einer Bearbeitung ei-
nes Halbzeuges "anfallende Material" bei der Weiterver-
arbeitung solcher Halbzeuge verwendet werden.
[0017] Erfindungsgemal ist das Werkstiick mit der zu
vergutenden Flache eine Spanplatte. Somit wird die Wie-
derverwertung von Werkstoffen ermdglicht (anfallendes
Material), die andernfalls ggf. entsorgt werden, und zwar
insbesondere bei gleichen oder ahnlichen Werksttickar-
ten, die bereits zur Gewinnung des anfallenden Materials
dienen.

[0018] Ineinerbevorzugten Ausfiihrungsform wird das
bei einer Bearbeitung eines Halbzeuges anfallende Ma-
terial, bevorzugt Holzspane oder -staub, vor dem Vermi-
schen mit dem Bindemittel aufbereitet, insbesondere zur
Anpassung der Span- oder KorngréRe gemahlen, zer-
kleinert und/oder gesiebt. Auf diese Weise kann das an-
fallende Material fiir den Einsatz als Fullstoff vorbereitet
werden, so dass die zu vergiitende Flache hervorragen-
de Oberflacheneigenschaften erreicht.

[0019] Fernerwird die Flache nach dem Ausharten der
Mischung spanend nachbearbeitet. Dies kann mit einem
Fraser oder einer Schleifvorrichtung durchgefiihrt wer-
den. Auf diese Weise wird die Oberflache der mit der
aushartbaren Mischung versehenen Flache nochmals
verbessert. In einer weiteren Variante zeichnet sich das
Verfahren dadurch aus, dass auf die Flache ein spanend
bearbeitbarer Lack aufgetragen wird, wobei die Auftra-
gung bevorzugt nach dem Ausharten der Mischung er-
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folgt. Somit stellt diese Variante einen weiteren Vergi-
tungsschritt bereit.

[0020] Ferner kann die auf die Flache aufgetragene,
aushartbare Mischung vor dem Ausharten mit einer
Formgebungseinrichtung in Form gebracht werden. Auf
diese Weise wird die aushartbare Mischung ggf. noch
weiter in Poren der Flache des Werkstlicks gedriickt,
bzw. es wird eine zusatzliche Glattung erreicht.

[0021] In einer weiteren Ausfiihrungsform ist das Bin-
demittel ein Klebstoff, insbesondere ein Holzleim. Bei-
spielsweise handelt es sich beim Klebstoff um PVAc (Po-
lyvinylacetat), einen Zweikomponentenklebstoff oder ei-
nen Klebstoff auf Basis eines Bio-Polymers. Auch kann
als Bindemittel extrudierbares Holzmaterial, beispiels-
weise unter Verwendung von PP oder PE zum Einsatz
kommen.

[0022] In einer weiteren Ausflihrungsform wird die Mi-
schung mittels elektromagnetischer Strahlung, insbe-
sondere mittels Mikrowelle, Laserstrahlung, IR-Strah-
lung, Plasma oder HeiRluft ausgehartet. Auf diese Weise
wird eine zligige Weiterverarbeitung der mit der aushart-
baren Mischung versehenen Flache moglich.

[0023] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung eine
Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens geman ei-
nem der zuvor genannten Aspekte, welche Vorrichtung
die Merkmale des Anspruchs 9 umfasst.

[0024] IneinerAusfiihrungsform istdie Vorrichtung mit
einer Aufbereitungseinrichtung zum Aufbereiten des bei
derBearbeitung eines Halbzeuges anfallenden Materials
ausgestattet, insbesondere zum Anpassen der Span-
oder Korngrof3e des anfallenden Materials durch Mah-
len, Zerkleinern und/oder Sieben.

[0025] Die Vorrichtung umfasst dabei ferner eine
Nachbearbeitungseinrichtung zum spanenden Nachbe-
arbeiten, der mitder aushartbaren Mischung versehenen
Flache, um die mit der aushartbaren Mischung versehe-
ne Flache weiter zu vergiten.

[0026] Ferner kann die Vorrichtung mit einer Formge-
bungseinrichtung zum in Form bringen der aufgetrage-
nen Mischung ausgestattet sein. Auf diese Weise wird
die aushartbare Mischung ggf. noch weiter in Poren der
Flache des Werkstlicks gedrickt bzw. es wird eine zu-
satzliche Glattung der erstellten Oberflache erreicht. In
einer Ausfiihrungsform handelt es sich bei der Formge-
bungseinrichtung um einen Gleitschuh.

[0027] Eine Einrichtung zum Auftragen eines spanend
bearbeitbaren Lacks auf die Flache ist eine weiter opti-
onale Komponente im Rahmen der Erfindung, wobei die
Einrichtung separat von der Auftragungseinrichtung vor-
gesehen sein kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0028]
Fig. 1 zeigt einen schematischen Verfahrensablauf
gemal einer Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung.
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[0029] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand einer bevorzugten Ausfiihrungsform beschrieben.
Weitere in diesem Zusammenhang genannte Modifika-
tionen bestimmter Einzelmerkmale kdnnen jeweils mit-
einander kombiniert werden, um neue Ausflihrungsfor-
men zu definieren. Ferner sind das beschriebene Aus-
fuhrungsbeispiel sowie die Modifikationen jedoch nicht
einschrankend zu betrachten und kénnen im Rahmen
derin den Anspriichen dargelegten Sachverhalte geeig-
net modifiziert werden.

[0030] Spanplatten werden ublicherweise in relativ
groRen Formaten von beispielsweise 5 x 2,5 m in Pres-
sen hergestellt. Solche Spanplatten stellen Halbzeuge
dar, die fir die weitere Verarbeitung aufgeteilt werden.
Vor der eigentlichen Oberflachenveredelung, beispiels-
weise dem Aufbringen eines Beschichtungsmaterials,
werden die Plattenzuschnitte nochmals mafhaltig bear-
beitet. Dieses mafhaltige Bearbeiten wird auch als For-
matieren bezeichnet (siehe Schritt S1 in Fig. 1).

[0031] Das beider Bearbeitung der Spanplatten anfal-
lende Material, insbesondere Spane sowie weitere in
Spanplatten enthaltene Werkstoffe (nachfolgend auch
als "anfallendes Material" bezeichnet), werden im Rah-
men der vorliegenden Ausfilhrungsform aufbereitet
(Schritt S2), insbesondere auf eine definierte maximale
Korngrofie gebracht/zerkleinert, beispielsweise gemah-
len, getrennt oder gehackselt, und/oder gesiebt. Durch
das Sieben des bei der Bearbeitung der Spanplatten an-
fallenden Material kdnnen Kérner oder Spane, die bereits
fur die Weiterverarbeitung geeignet sind, zlgig heraus-
gefiltert werden, wahrend zu groRe Kérner oder Spane
einer weitere Aufbereitung, bspw. einer Zerkleinerungs-
vorrichtung zugefiihrt werden.

[0032] Auch kénnen im Verfahrensschritt des Aufbe-
reitens Inhaltsstoffe herausgefiltert werden, da im Falle
von Spanplatten und bei der Verwendung des beim Auf-
teilen der Spanplatten anfallenden Materials ggf. hdhere
Holzanteile gewiinscht sind. In einem Beispiel wird das
Material gemahlen und einem Wasserbad zugefiihrt, so
dass die Holzkorner an der Wasseroberflache treiben,
wahrend schwerere Materialien im Wasser absinken.
[0033] Fernerkann das Aufbereiten in bestimmten Va-
rianten der vorliegenden Ausfiihrungsform das Beimi-
schen von Additiven umfassen, bspw. um das angefal-
lene (Holz-)material biegsamer zu machen.

[0034] Das auf die zuvor beschriebene Weise bereit-
gestellte und ggf. aufbereitete, anfallende Material kann
in einer weiteren Ausfiihrungsform mit weiterem Holz-
material vermengt werden, beispielsweise Holzmehl
oder weitere Holzspane.

[0035] Alternativ oder zusatzlich ist es auch mdoglich,
anstelle der Aufbereitung von bei der Bearbeitung der
Spanplatten anfallendem Material ein Material zu ver-
wenden, das extern produziert wird. Beispielsweise kann
Sagemehl oder Schleifstaub zum Einsatz kommen. So-
mit kann der Schritt S2 (ibersprungen werden. Allerdings
kann auch dieses Material zusatzlich einem der zuvor
genannten Aufbereitungsschritte unterzogen werden.
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[0036] In jeder der zuvor genannten Alternativen wird
somit ein Material auf Holzbasis, ggf. mit weiteren Antei-
len, bereitgestellt, das somit in einem Speicher bereitge-
stellt oder vorgehalten werden kann.

[0037] Dieses Material wird mit einem Klebstoff bzw.
Haftmittel, insbesondere PVAC, vermengt (Schritt S2),
und zwar derart, dass das Material auf Holzbasis 50 Vo-
lumen-%, insbesondere 70 Volumen-%, besonders be-
vorzugt 80 Volumen-% oder mehr als Basismaterial ein-
nimmt. Das mit dem Klebstoff vermengte Material wird
nachfolgend auch als "aushartbare Mischung" bezeich-
net.

[0038] Anschlielend wird die aushartbare Mischung
mittels Pumpen, beispielsweise mittels Schneckenpum-
pen, durch eine Dulse gepresst und auf die Schmalflache
einer Spanplatte aufgetragen (Schritt S4). Ggf. wird das
derart aufgepresste Gemisch, das zumindest teilweise
in die Poren der Spanplatte eindringt, mittels einem
Schuh oder einer Rakel in Form gebracht.

[0039] Nachfolgend wird die aushartbare Mischung
getrocknet bzw. ausgehartet(Schritt S5). Wird beispiels-
weise PVAC-Leim als Klebstoff fir die aushartbare Mi-
schung verwendet, kann dieser mittels einer Mikrowel-
len-Energiequelle relativ ziigig ausgehartet werden.
Auch eine Lufttrocknung ist nach der Aktivierung der aus-
hartbaren Mischung mdglich.

[0040] Nach dem Ausharten wird die mit der aushart-
baren Mischung behandelte Flache der Spanplatte, ins-
besondere die Schmalseite, nochmals spanend bearbei-
tet und in eine definierte maRhaltige Form gebracht
(Schritt S6).

[0041] Gdf. ist es moglich, dass durch die schnelle
Aushartung der aushartbaren Mischung Poren in deren
Gefiige entstehen. In diesem Fall kann nach dem Auf-
tragen der aushartbaren Mischung sowie der ggf. spa-
nenden Bearbeitung eine weitere Schicht aufgebracht
werden. So kénnen auch konventionelle Veredelungs-
materialien verwendet werden, wie beispielsweise UV-
Lack, UV-Schmelzkleber oder Schmelzkleber. Aller-
dings konnte mit dem bereits durchgefiihrten Verfah-
rensschritt (Auftragen der aushartbaren Mischung) ein
Verschluss der groRen Poren mit einem vergleichsweise
kostengtinstigen Flllmaterial erreicht werden, undfirdie
abschlieRende Oberflachenveredelung mit einem kos-
tenintensiveren Material ist eine deutlich geringere Men-
ge zu verwenden.

[0042] In einem weiteren Verfahrensschritt wird nun
ein Beschichtungsmaterial auf die vergltete Flache auf-
gebracht (Schritt S7).

[0043] Dievorliegende Erfindung hatsomitden Vorteil,
dass ein vergleichsweise kostengtinstiger Fillstoff (aus-
hartbare Mischung) fir die verstarkt zum Einsatz kom-
menden Spanplatten mit teilweise relativ groRen Poren
bereitgestellt wird. Dies fuhrt zu méglichen Kostenein-
sparungen bei Verbesserung der Oberflachenqualitat ei-
ner Schmalflache der besonders pordsen Platten. Dar-
Uber hinaus ist auch auf den dkologischen Einsatz hin-
zuweisen, da zum einen gezielt Holzmaterial als Fllstoff
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eingesetzt wird, und in der oben beschriebenen Zielrich-
tung speziell auf wiederaufbereitetes Material gesetzt
wird.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Verguten einer Flache eines Werk-
stlicks, wobei das Werkstiick mitder zu vergiitenden
Flache eine Spanplatte ist, mit den Schritten:

Bereitstellen eines bei einer Bearbeitung eines
Halbzeuges anfallenden Materials, bevorzugt
Holzmaterial, insbesondere Holzspane oder
-staub,

Vermischen des anfallenden Materials mit ei-
nem Bindemittel zu einer aushartbaren Mi-
schung,

Auftragen der aushartbaren Mischung auf die
zu vergutende Flache des Werkstucks, und
zumindest teilweise Ausharten der Mischung,
wobei die Flache nach dem Ausharten der aus-
hartbaren Mischung spanend nachbearbeitet
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das bei einer Bearbeitung eines
Halbzeuges anfallende Material vor dem Vermi-
schen mit dem Bindemittel aufbereitet, insbesonde-
re zur Anpassung der Span-oder Korngré3e gemah-
len, zerkleinert und/oder gesiebt, wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das spanen-
de Nachbearbeiten mit einem Fraser oder einer
Schleifvorrichtung durchgefiihrt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Halbzeug
eine Spanplatte, eine HDF-Platte, eine MDF-Platte,
eine Verbundplatte, eine Leichtbauplatte mit Wa-
benstruktur, ein Sperrholzelement oder ein Laminat-
werkstiick ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass aufdie Flache
ein spanend bearbeitbarer Lack, insbesondere UV-
Lack, oder UV-Schmelzkleber, aufgetragen wird,
oder ein Kaschiermaterial, bevorzugt aus Papier
bzw. eine Diinnkante, oder Kunststofffolie aufge-
bracht wird, wobei die Auftragung bevorzugt nach
dem Aushérten der aushartbaren Mischung erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die auf die
Flache aufgetragene, aushartbare Mischung vor
dem Ausharten mit einer Formgebungseinrichtung
in Form gebracht wird.
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10.

1.

12.

13.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemit-
tel ein Klebstoff, bevorzugt PVAc, insbesondere ein
Holzleim, ein Zweikomponentenklebstoff, ein Biopo-
lymer mit einem Additiv oder extrudierbarer Holz-
werkstoff ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischung
mittels elektromagnetischer Strahlung, insbesonde-
re mittels Mikrowelle, Laserstrahlung, IR-Strahlung,
Plasma oder Heil3luft ausgehartet wird.

Vorrichtung, zur Durchfiihrung des Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, mit

einer Speichereinrichtung zur Aufnahme eines bei
einer Bearbeitung eines Halbzeuges anfallenden
Materials, bevorzugt Holzmaterial, insbesondere
Holzspane oder -staub,

einer Mischeinrichtung zum Vermischen des anfal-
lenden Materials mit einem Bindemittel zu einer aus-
hartbaren Mischung,

einer Auftragungseinrichtung zum Auftragen der
aushéartbaren Mischung auf eine zu vergltende Fla-
che des Werkstlicks,

einer Ausharteeinrichtung zum zumindest teilweisen
Ausharten der aufgetragenen Mischung, und

einer Nachbearbeitungseinrichtung zum spanenden
Nachbearbeiten der mit der aushartbaren Mischung
versehenen Flache.

Vorrichtung nach Anspruch 9, ferner mit einer Auf-
bereitungseinrichtung zum Aufbereiten des bei der
Bearbeitung des Halbzeuges anfallenden Materials,
insbesondere zum Anpassen der Span- oder Korn-
groRe des anfallenden Materials durch Mahlen, Zer-
kleinern und/oder Sieben.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 10, wo-
bei die Nachbearbeitungseinrichtung zum Frasen
oder Schleifen der mit der aushartbaren Mischung
versehenen Flache vorgesehen ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 11, fer-
ner mit einer Formgebungseinrichtung zum in Form
bringen der aufgetragenen Mischung.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 12, fer-
ner mit einer Einrichtung zum Auftragen eines spa-
nend bearbeitbaren Lacks auf die Flache, insbeson-
dere UV-Lack, oder UV-Schmelzkleber, oder einem
Kaschiermaterial, bevorzugt aus Papier bzw. einer
Diinnkante.

Claims

1.

Method for treating a surface of a workpiece, wherein
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the workpiece having the surface to be treated is a
particle board, comprising the steps of providing a
material produced during working of a semi-finished
product, preferably wood material, in particular wood
chips or wood dust,

mixing the material produced with a binder so as to
form a curable mixture,

applying the curable mixture to the surface of the
workpiece to be treated, and

at least partially curing the mixture,

wherein the surface is reworked by means of ma-
chining after the curable mixture has cured.

Method according to claim 1, characterised in that
the material produced during working of a semi-fin-
ished product is prepared, in particular ground,
crushed and/or sieved in order to adapt the size of
the chips or grains, before being mixed with the bind-
er.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the reworking by means of
machining is carried out by means of a milling cutter
or a sanding device.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the semi-finished product is
a particle board, a HDF board, a MDF board, a com-
posite board, a lightweight board having a honey-
comb structure, a plywood element or a laminate
workpiece.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that a machinable varnish, in par-
ticular UV varnish, or UV hot-melt adhesive, is ap-
plied to the surface, or a laminating material, prefer-
ably consisting of paper or a thin edge, or plastics
film is applied, wherein the application preferably
takes place after the curable mixture has cured.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the curable mixture applied
to the surface is shaped before being cured using a
shaping apparatus.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the binder is an adhesive,
preferably PVAc, in particular a wood glue, a two-
component adhesive, a biopolymer comprising an
additive, or extrudable wood material.

Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the mixture is cured by means
of electromagnetic radiation, in particular by means
of microwaves, laser radiation, IR radiation, plasma
or hot air.

Device for carrying out the method according to any
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10.

1.

12.

13.

of the preceding claims, comprising a storage appa-
ratus for receiving a material produced during work-
ing of a semi-finished product, preferably wood ma-
terial, in particular wood chips or wood dust,

a mixing apparatus for mixing the material produced
with a binder so as to form a curable mixture,

an application apparatus for applying the curable
mixture to a surface of the workpiece to be treated,
a curing apparatus for at least partially curing the
applied mixture, and

a reworking apparatus for reworking the surface pro-
vided with the curable mixture by means of machin-

ing.

Device according to claim 9, further comprising a
preparation apparatus for preparing the material pro-
duced during working of the semi-finished product,
in particular for adapting the size of the chips or
grains ofthe material produced by means of grinding,
crushing and/or sieving.

Device according to any of claims 9 to 10, wherein
the reworking apparatus is provided for milling or
sanding the surface provided with the curable mix-
ture.

Device according to any of claims 9 to 11, further
comprising a shaping apparatus for shaping the ap-
plied mixture.

Device according to any of claims 9 to 12, further
comprising an apparatus for applying a machinable
varnish to the surface, in particular UV varnish, or
UV hot-melt adhesive, or a laminating material, pref-
erably consisting of paper or a thin edge.

Revendications

1.

Procédé de traitement d’'une surface d’'une piéce,
dans lequel la piéce avec la surface a traiter est un
panneau de particules, avec les étapes :

de fourniture d’'un matériau résultant d’un usi-
nage d’'un produit semi-fini, de préférence un
matériau de bois, en particulier des copeaux ou
de la poussiére de bois,

de mélange du matériau résultantavec un agent
liant en un mélange durcissable,

d’application du mélange durcissable sur la sur-
face de la piece a traiter, et

au moins partiellement de durcissement du mé-
lange,

dans lequel la surface est réusinée par enléve-
ment de copeaux apreés le durcissement du mé-
lange durcissable.

2. Procédé selonlarevendication 1, caractérisé en ce
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que le matériau résultant d’'un usinage d’'un produit
semi-fini est préparé avant le mélange a I'agent liant,
en particulier broyé, concassé et/ou tamisé pour
ajuster la taille des copeaux ou des grains.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le réusinage
parenlévementde copeaux estréalisé avec une frai-
se ou un dispositif de meulage.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le produit semi-
fini est un panneau de particules, un panneau HDF,
un panneau MDF, un panneau composite, un pan-
neau de construction léger avec structure alvéolaire,
un élément de contreplaqué ou une piéce stratifiée.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une laque usi-
nable par enlévement de copeaux, en particulier une
laque UV, ou un adhésif thermofusible UV, est ap-
pliquée sur la surface, ou un matériau de laminage,
de préférence en papier ou un bord mince, ou un
film plastique est appliqué, dans lequel I'application
a lieu de préférence aprés le durcissement du mé-
lange durcissable.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le mélange dur-
cissable appliqué sur la surface est mis en forme par
un appareil de mise en forme avant le durcissement.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que I'agent liant est
un adhésif, de préférence du PVAc, en particulier
une colle a bois, un adhésif a deux composants, un
biopolymére avec un additif ou un matériau a bois
extrudable.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le mélange est
durciau moyen de rayonnement électromagnétique,
en particulier au moyen de micro-ondes, de rayon-
nementlaser, derayonnement IR, de plasmaou d’air
chaud.

Dispositif pour la réalisation du procédé selon l'une
quelconque des revendications précédentes, avec
un appareil de stockage pour recevoir un matériau
résultant d’'un usinage d’un produit semi-fini, de pré-
férence un matériau de bois, en particulier des co-
peaux ou de la poussiére de bois,

un appareil de mélange pour mélanger le matériau
résultant avec un agent liant en un mélange durcis-
sable,

un appareil d’application pour appliquer le mélange
durcissable sur une surface de la piéce a traiter,
un appareil de durcissement pour durcir au moins
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10.

1.

12.

13.

partiellement le mélange appliqué, et

un appareil de réusinage pour réusiner par enléve-
ment de copeaux la surface pourvue du mélange
durcissable.

Dispositif selon la revendication 9, en outre avec un
appareil de préparation pour préparer le matériau
résultant de l'usinage du produit semi-fini, en parti-
culier pour ajuster la taille des copeaux ou des grains
du matériau résultant par broyage, concassage
et/ou tamisage.

Dispositif selon'une quelconque des revendications
9 a 10, dans lequel I'appareil de réusinage est prévu
pour le fraisage ou le meulage de la surface pourvue
du mélange durcissable.

Dispositif selon'une quelconque des revendications
9 a 11, en outre avec un appareil de mise en forme
pour la mise en forme du mélange appliqué.

Dispositif selon'une quelconque des revendications
9 a 12, en outre avec un appareil pour 'application
d’une laque usinable par enlévement de copeaux
sur la surface, en particulier une laque UV, ou un
adhésif thermofusible UV, ou un matériau de lami-
nage, de préférence en papier ou un bord mince.
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